
 
SPRAA71– 11月 2004年 

 
 

   1 

McBSP SPIモードを用いた転送方法 
恒川啓人 DSP製品部アプリケーショングループ 

 

アブストラクト 

C6000シリーズの多くに搭載されているMcBSP(マルチチャ
ネル･バッファード･シリアルポート)はSPI†デバイスとの接
続を可能とするSPIモードがサポートされています。このド

キュメントではMcBSPをSPIモードで使用する際の手法及び
注意点について述べます。また、その手法に則ったサンプル

コードも示します 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

† SPIはMotorola Incの登録商標です。 
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1 SPIモードを用いたデータ転送 

1.1 McBSPを用いた C6000間の接続図 
SPIモードを使用した場合、マスタがビット・クロック
(CLKX)とスレーブ・イネーブル(FSX)を制御し、出力しま

す。スレーブ側はビット・クロックをCLKXで、スレーブ・
イネーブルをFSXで受信する必要があります。図 1、図 2に
マスタ、スレーブのそれぞれの接続図を示します。 

 

 

図 1. SPIモードでのMcBSP接続図(マスタ) 

 

 

図 2. SPIモードでのMcBSP接続図(スレーブ) 

 

2 SPI転送のためのペリフェラル設定 

2.1 McBSPレジスタ設定 
McBSPをSPIで転送するには次のレジスタを設定する必要が
あります。 

2.1.1 シリアルポート・コントロール・レジスタ(SPCR)  

このレジスタとPCRはシリアルポートの設定とステータスを
あらわすフィールドを含んでいます。SPIを用いる場合、表1

に示されるフィールドを正しく設定する必要があります。

FRST、GRST、XRST、RRSTは使用する場合1をセットし
てリセットを解除する必要がありますが、McBSPを設定す
る段階ではリセット状態を保持する必要があります。詳しい

手順については3を参照してください。 
SPIモードはこのレジスタのCLKSTPモードによってイネー
ブルにされます。SPIモードを用いる場合、必ず10bまたは
11bになります。 

表 1. シリアルポート・コントロール・レジスタ(SPCR)設定 

フィールド 機能 設定 

FRST フレーム同期ジェネレータリセット 0:リセット状態 

GRST サンプルレート・ジェネレータリセット 0:リセット状態 

XRST 送信部リセット 0:リセット状態 

DLB デジタルループバックモード 0:DLB OFF 

RJUST 受信データ符号拡張/正規化モード 00b: 右寄せ、ゼロ詰め 

01b: 右寄せ、符号拡張 

10b: 左寄せ、ゼロ詰め 
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CLKSTP クロックストップモード 10b: 遅延なしSPI 

11b: 遅延つきSPI 

RRST 受信部リセット 0:リセット状態 

 

2.1.2 受信/送信コントロール・レジスタ(RCR/XCR) 

このレジスタでは受信/送信に関するパラメータを設定しま
す。SPIの場合、以下のパラメータを正しく設定する必要が
あります。 

SPIマスタの場合、XDATADLYは必ず1にしてください。0
または2の場合は動作は不定です。また、RDATADLYが0の
場合、受信データが誤ってシフトされます。 
SPIスレーブのときはR/XDATADLYは0にする必要がありま
す。 

表 2. 受信/送信コントロール・レジスタ(RCR/XCR)設定 

フィールド 機能 設定 

R/XPHASE 受信/送信フェイズ 0: シングルフェイズ 

R/XDATADLY 受信/送信データ遅延 00b: SPIスレーブ 

01b: SPIマスタ 

R/XFRLEN1 受信/送信フレーム長 0 

R/XWDLEN1 受信/送信エレメント長 000b: 8 bit 

001b: 12 bit 

010b: 16 bit 

011b: 20 bit 

100b: 24 bit 

101b: 32 bit 

 

2.1.3 サンプルレート・ジェネレータ・レジスタ(SPGR) 

このレジスタはサンプルレート・ジェネレータの制御を行い

ます。 
SPIマスタの場合、各エレメントのDXRからXSRへの転送に
よりスレーブ・イネーブル信号(FSX)が自動的に生成される
ので、FSGMは必ず0になります。 
SPIスレーブの場合、ビット・クロックは必ずマスタから供
給されますが、内部サンプルレート・ジェネレータをイネー

ブルにする必要があります。これはマスタからの入力クロッ

ク(CLKX)とスレーブ・イネーブル信号(FSX)へ同期するため
に使用されます。このため、サンプルレート・ジェネレータ

のクロックソースは内部CPUクロックに(CLKSM=1)、ま
た、クロックの分周比はSPIのクロックレートの最低8倍にあ
れば動作するので最大値(CLKGDV=1)にすることによって
対応することができます。 

 

表 3. サンプルレート･ジェネレータ・レジスタ(SPGR)設定 

フィールド 機能 設定 

GSYNC サンプルレート・ジェネレータのクロック同期 0: CLKGフリーラン 

1: CLKG再同期化 

CLKSP CLKS極性クロック・エッジ選択 0: CLKSの立ち上がりエッジでCLKG/FSGを生成 

1: CLKSの立ち下がりエッジでCLKG/FSGを生成 

CLKSM サンプルレート・ジェネレータ・クロック・モー

ド 
0: CLKSがソース 

1: 内部CPUクロックがソース(SPI スレーブは必ず1) 

FSGM サンプルレート・ジェネレータ送信フレーム同期

モード 
0: DXR→XSRコピーのタイミング(SPIマスタは必ず0) 

1: FSGのタイミング 

CLKGDV サンプルレート･ジェネレータ･クロック分周 0-255(SPIスレーブは必ず1) 

 

2.1.4 ピン･コントロール･レジスタ(PCR) 

このレジスタとSPCRはシリアルポートの設定とステータス
をあらわすフィールドを含んでいます。 

SPIマスタの場合、ビット・クロックとスレーブ・イネーブ
ルを出力する必要があるので必ずFSXMとCLKXMを1にな
ります。SPIスレーブの場合、ビット･クロックとスレーブ･
イネーブルはマスタから供給されるので必ずFSXMと
CLKSMは0になります。 
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表 4. ピン･コントロール･レジスタ(PCR)設定 

フィールド 機能 設定 

FSXM 送信フレーム同期モード 0: McBSPスレーブ 

1: McBSPマスタ 

CLKXM 送信クロックモード 0: McBSPスレーブ 

1: McBSPマスタ 

CLKXP 送信クロック極性 0: 立ち上がりエッジで認識 

1: 立ち下がりエッジで認識 

2.2 EDMA PaRAM設定 
EDMAのパラメータRAMは表 5に示すパラメータ・エント
リを持っています。McBSPでSPI転送を行う場合、必要に応
じてすべてのパラメータを設定する必要があります。 

2.2.1 オプション・パラメータ 

このパラメータにはEDMAを動作させるにあたってさまざま
なパラメータを設定することができます。SPIモード使用す
る場合、以下のように設定する必要があります。 

表 5.  オプション･パラメータ設定 

フィールド 機能 設定 

PRI EDMAの優先順位 000b: Reserved (C621x/C671x) 

          Urgent (C64x) 

001b: High 

010b: Medium (C64x) 

          Low (C621x/C671x) 

011b: Low (C64x) 

          Reserved (C621x/C671x) 

ESIZE エレメント・サイズ 00b: 32bit 
01b: 16bit 
10b: 8bit 

2DS/2DD 2Dソース/ディスティネーション転送設定 0: 1D(SPIマスタの場合ディスティネーション、SPIスレーブの場
合、ソース) 

1: 2D 

SUM/DUM ソース/ディスティネーション・アドレス更新モード 00b: 固定(SPIマスタの場合ディスティネーション、SPIスレーブ
の場合、ソース) 

01b: インクリメント 

10b: ディクリメント 

11b: INDEXにより更新 

TCINT 転送完了割り込みイネーブル 0: ディセーブル 

1: イネーブル 

TCC 転送完了コード 0000b-1111b: 終了コード 

LINK リンク・イベント 0: ディセーブル 

1: イネーブル 

FS フレーム同期 0: フレーム同期なし 

 

2.2.2 ソース/ディスティネーション・アドレス・パラ
メータ 

このパラメータには、EDMA転送を行うソース/ディスティ
ネーション・アドレスを指定します。SPIマスタの場合、
ディスティネーションはMcBSPのDXRレジスタになりま
す。よって必ずDUMは0obになります。SPIスレーブの場
合、ソースアドレスはMcBSPのDRRレジスタになるので、
SUMは必ず00bになります。 
 

2.2.3 フレーム/エレメント・カウント・パラメータ 

このパラメータにはフレーム数とエレメント数を指定しま

す。 

 

2.2.4 フレーム/エレメント・インデックス・パラメータ 

このパラメータにはフレームをエレメントのインデックスを

指定します。このパラメータはDSPのメモリ側のフォーマッ
トに依存します。 
 

2.2.5 エレメント・リロード/リンク・アドレス・パラ
メータ 

このパラメータにはエレメント･リロード･カウンタとリン

ク･アドレスを指定します。 
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3 McBSP/EDMAの設定シーケンス 
この章ではMcBSPとEDMA/コアの設定シーケンスについて
説明します。 

1. McBSPが停止していることを確認します。SPCRの
GRST、FRST、XRST、RRSTがすべて0になっているこ
とで確認することができます。 

2. 各設定レジスタに設定したいアドレスを書き込みます。
このとき、SPCRのGRST、FRST、XRST、RRSTはすべ
て0に保持したままにしてください。 

3. 2.で設定した値が反映されるのを待つため、McBSPに供
給されるビット・クロックの2サイクル分ウエイトしま
す。 

4. SPCRのGRSTに1を書き込むことによってサンプルレー
ト･ジェネレータをスターとさせます。サンプルレート・

ジェネレータとシリアルポートを同期させるためにビッ

ト･クロックの2サイクル分ウエイトします。 

5. 送信/受信用のデータを用意します。 

A) EDMA を使用する場合、この時点でEDMAを設定
します。 

B) コアで割り込みを使用して転送する場合、この時
点で割り込みの設定をします。 

C) コアでポーリングする場合はここで行うことはあ
りません。 

6. SPCRのXRSTとRRSTに1をたて、McBSPをスタートさ
せます。 

A) EDMAを使用する場合、McBSPの送信/受信イベ
ントに同期して自動的に転送が行われます。 

B) コアで割り込みを使用する場合、McBSPの送信/
受信割り込みによって割り込みサービス･ルーチ

ンに自動的に入ります。 
C) コアでポーリングする場合、SPCRのXRDYを
ポーリングしてレディーを確認した後データを

DXRに書き込みます。 
 

参考文献 
1. TMS320C6000 DSP Multichannel Buffered Serial 

Port (McBSP) Reference Guide (SPRU580) 
2. TMS320C6000 DSP Enhanced Direct Memory Access 

(EDMA) Controller Reference Guide (SPRU234) 
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付録 A. SPI転送サンプルコード・リファレンス 
 

� void SPI_mcbspConfig(MCBSP_Handle hMcbsp, Uint32 bitrate) 
引数 hMcbsp McBSPのハンドル 

 bitrate SPIのビットレートを指定します。スレーブのときはSPI_SLAVEを指定してください。 

戻り値 なし  

概要 SPIモードのためのMcBSPの設定を行います。 

� void SPI_mcbspStart(MCBSP_Handle hMcbsp) 
引数 hMcbsp McBSPのハンドル 

戻り値 なし  

概要 McBSPの送受信を開始させます。 

� void SPI_edmaConfig(MCBSP_Handle hMcbsp, EDMA_Handle hEdmaRcv,          EDMA_Handle hEdmaXmt, Uint32 
*rcvBuff, Uint32 *xmtBuff,                    Uint16 nCnt, int tcc, void *fp) 
引数 hMcbsp McBSPのハンドル 

 hEdmaRcv 受信用EDMAハンドラ 

 hEdmaXmt 送信用EDMAハンドラ 

 rcbBuff 受信バッファへのポインタ 

 xmtBuff 送信バッファへのポインタ 

 nCnt 転送カウント(ワード数) 

 tcc EDMA転送完了割り込みコード。必要ないときは-1を指定。 

 fp EDMA割り込みの際のサービスルーチンへのポインタ。EDMA割り込みの該当転送終了コードにフックされます。
EDMAの割り込みサービステーブル内でEDMA_intDispatcherを使用する必要があります。 

戻り値 なし  

概要 転送の設定を行います。 
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更新履歴 
版 ページ 追加/変更/削除項目 

初版 

Nov/04 
 初版リリース 
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全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施す
こと。 

● 前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面 
及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常
に管理されその機能が確認されていること。 

２．温･湿度環境 
● 温度：0～40℃、相対湿度：40～85％で保管・輸送

及び取り扱いを行うこと。（但し、結露しないこと。） 

● 直射日光があたる状態で保管・輸送しないこと。 
３．防湿梱包 

● 防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に
従い基板実装すること。 

４．機械的衝撃 
● 梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、

衝撃を与えないこと。 
５．熱衝撃 

● はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10
秒以上さらさないこと。（個別推奨条件がある時はそれ
に従うこと。） 

６．汚染 
● はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因と

なるような汚染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環
境で保管・輸送しないこと。 

● はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。 
（不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプの
フラックスは除く。） 
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